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Objetivos:

Este tutorial tratard de explicar la metodologia actual utilizada para diseflar y llevar al mercado
un producto en semiconductor. Paralelamente, se indicaran decisiones importantes que cualquier
disefiador de circuitos integrados conseguird en su proceso de desarrollo que vendran de
diferentes campos: Costos, Uso, Tecnologia, etc. Se presentaran los diferentes pasos necesarios
en la especificacion del disefio inicial, traducida aqui como el Frente del Disefio; igual para la
especificacion tecnoldgica que denominamos como el Final del Disefio. Se indicaran algunos
requisitos necesarios para la fabricacién completa de un Circuito Integrado en Semiconductor y
empaquetamiento. Se presentaran algunos proyectos reales desarrollados para el mercado de
Microprocesadores, System-On-Chip y Reconocimiento de Formas. Por ultimo, brevemente se
indicaran algunos puntos importantes para la creacién de una compafiia tecnologica de arranque.

Contenidos:

1. Introduccion: Orientacién y Metas del Tutorial.

2. El Frente del Disefio

3. El Final del Disefio

4. Fabricacion

5. Microprocesadores, System-On-Chip (SoC), Neural Processor.

6. Secretos para la Creacion de una Startup (compailia tecnoldgica de
arranque).
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